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jetzt neu: Streams Check 
DRC und DFF optimiert 
 .  

 

CAM350 bietet in der neuen Version 9.0 ein neues Tool: den Streams Rule Check. Hier werden die 
vielfältigen Check-Funktionen (DRC: Design Rule Check, DFF: Design for Fabrication, Netzlisten-
Vergleich) in einer übersichtlichen Benutzer-Oberfläche zusammengeführt. 

Erzeugen, speichern und benutzen Sie verschiedene Testläufe (Streams) in Abhängigkeit von der 
verwendeten Technologie oder der Produktions-Genauigkeit. Nutzen Sie spezielle Test-Konfigurationen 
für verschiedene Bereiche eines 
Designs – etwa für BGA oder Wire 
Bond – und überprüfen Sie das 
übrige Board mit anderen Para-
metern. 

Kombinieren Sie in diesen Test-
Läufen elektrische Tests (Mindest-
Abstände von Tracks, Pads, Drills, 
Kupferflächen und Wärmefallen, 
Mindest-Größen von Tracks, Pads, 
Drills, etc.) mit der Suche nach 
Maskenfehlern und Siebdruck-
Überlagerungen. Die DFF-
Funktionen erlauben das Auffinden 
von elektrisch richtigen, für die Her-
stellung jedoch problematischen 
Stellen wie spitzen Winkeln von 
Tracks (Acid Traps), Kupfer- und 
Maskensplittern, Lötbrücken, etc. 

 

Die Test-Ergebnisse werden in über-
sichtlichen Tabellen zusammen-
gefasst. Nach Typen geordnet lassen 
sich einzelne Fehler leicht auffinden 
und zur graphischen Darstellung 
auswählen. So können Schwachstellen 
des Designs schnell erkannt und 
korrigiert werden. 

Anwender der Cross-Probing 
Funktion zu Mentor/Pads oder 
Cadence/Allegro können bequem 
zwischen den Test-Ergebnissen in 
CAM350 und ihrem Layout-System 
hin- und herschalten und Korrekturen 
direkt im Entwurf vornehmen. 



weitere Informationen: 
www.CADcompact.de 
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Für CAM350 V9.0 wurden neue Check-Funktionen entwickelt: 

• Negative Plane Analysis (Bohrung zu Kupfer, Restringe und Anbindungen bei Wärmefallen, 
Kupfer zu Außenkante, Isolationsbreiten zwischen Versorgungsflächen) 

• Abstand von Kupferflächen zu Außenkante 
• Auffinden von Antennen 
• Freistellungsabstände der Lötstoppmaske 
• Minimale Linienbreiten im Siebdruck 

 


